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再流焊炉工艺控制标准

1 总则

1.1 范围  本标准为焊料再流焊炉提供了工艺控制，通过基线和采用一个标准方法获得曲线的周期性验证。提供了设备

校准和维护指南。

本标准的目的是验证再流焊炉的运行参数，不适用于组装产品的温度曲线和工艺程序。对于一个产品的曲线和工艺程
序的开发或验证的详细信息，见IPC-7530。

本标准不提供气相工艺的指导。

1.2 目的  用于再流焊设备用户获得设备的基线性能，定期验证，以及证明再流焊炉可接受的重复性能。

2 适用文件

下列在影响投标邀请书问题上的文件形成该规范中指定范围内的一部分。

2.1 焊接工业标准1

J-STD-033 潮湿/再流焊敏感表面贴装器件的操作、包装、运输及使用

J-STD-075 组装工艺中非IC 电子元器件的分级

2.2 IPC2

IPC-1601 印制板操作和贮存指南

IPC-7351 Generic Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard

IPC-7530 群焊工艺温度曲线指南（再流焊和波峰焊）

IPC-9194 Implementation of Statistical Process Control (SPC) Applied to Printed Board Assembly Manufacture 
Guideline

IPC-T-50 电子电路互连与封装术语及定义

2.3 ANSI3

ASTM/ANSI E230 标准热电偶温度-电动势(EMF)表及标准规范

1. www.ipc.org  
2. www.ipc.org 
3. www.ansi.org




